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DISPOSITIVO DESLIZANTE

CAMPO DA TECNICA

A presente invengdo refere-se a um dispositivo
deslizante e, mais particularmente, a um dispositivo
deslizante adeguaco como uma placa oscilante e sapatas, por
exenplo, em um COMPressor de placa oscilante.

ANTECEDENTES DA TECNICA

Convencionalmente, ¢é conhecido um compressor de
placa oscilante que, dotado de uma placa oscilante
proporcionada de maneira rotativa e de sapatas, cada tendo
uma superficie deslizante que desliza sobre a placa
oscilante (por exemp.o, Documentos de Patente 1 e 2)

Deccumento de patente 1: Patente Japonesa aberta a
inspecdo publica N® 2002-317757

Documento de Patente 2: Patente japonesa aberta a
inspecdo publica N® 2002-317757

REVELACAO DA INVENCAO

PROBLEMAS A SEREM SOLUCIONADOS PELA INVENCAO

Nos dltimos  anos, os compressores de placa
oscilante descritos acima foram usados sob a condicao de
alta velocidade e alta carga e, além do mais, sob a condigdo
de pequena quantidade de O6leo lubrificante. Deste modo, a
condicdo de trabalho do compressor de placa oscilanrte tem se
tornado cada vez mwais severa, de tal modo gue aparece um
problema em qgue a placa oscilante e as sapatas desgastam
fortemente e, ainda, ¢é provavel dque ocorra o emperramento
destes elementos.

para melilhorar as caracteristicas de deslizamento

da sapata, tratamento tal como tratamento superficial ou de
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retifica tem sido realizado convencionalmente na superficie
de deslizamento da sapata. No entanto, tal tratamento

acarreta um inconveniente de maior custo de fabricagdo da

sapata.

MEIOS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS

Em vista das circunstéancias acima, a presente
invengao, descrita na reilvindicag¢do 1, proporciona um

dispositivo deslizante que inclui uma plaéa oscilante que é
girada em associag¢do com um eixo rotativo e tem uma primeira
superficie deslizante plana em pelo menos uma dentre ambas
as superficies de extremidade e uma sapata que tem uma
segunda superficie deslizante que desliza sobre a primeira
superficie deslizante da placa oscilante, caracterizado pelo
fato de que um metal ferroso & usado como um material para a
sapata, sendo gque Jam grande numero de partes diminutas
endurecidas consiste de partes anulares gue se projetam de
maneira expansiva que sdo formadas sobre a segunda
superficie deslizante da sapata e, adicionalmente, quaisquer
dos itens a seguir (a) a (e) é usado como um material para a
placa oscilante,

(a) latdoc de alta resisténcia

(b) material ferroso bésico revestido com uma liga
de cobre

(c) uma liga de aluminio-silicio

(d) um material ferroso bdsico revestido com uma
liga de aluminio-silicio

(e) um material ferroso basico

Além disso, a presente invencdo descrita na

~

reivindicacdo 2 proporciona um dispositivo deslizante que
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inclui uma placa oscilante que é girada em associagdo com um
eixo rotativo e tem uma primeira placa plana deslizante em
pelo menos dentre ambas as superficies de extremidade, e uma
sapata que tem uma segunda superficie deslizante que desliza
sobre a primeira superficie deslizante da placa oscilante,
caracterizado pelo fato de que é usada uma liga de aluminio-
silicio como um material para a sapata, um grande numero de
partes diminutas endurecidas consistindo de partes anulares
que se projetam de maneira expansiva sd8o formadas sobre a
segunda superficie deslizante da sapata apbds a segunda
superficie deslizante da sapata ter sido submetida a um
depdésito duro a base de Ni-? e adicionalmente,qualquer dos
itens {(a) a {(e) a seguir, como um material para a placa
oscilante.

(a) latdo de alta resisténcia

(b) material ferroso basico revestido com uma liga
de cobre

(c) uma liga de aluminio-silicio

(d) am material ferroso basico revestido com uma
liga de aluminio-silicio

(e) um material béasico ferroso

Além disso, a presente 1invencdo descrita na
reivindicacdo 3 proporciona um dispositivo deslizante qué
inclui uma placa oscilante que é girada em associacdo com um
eixo rotativo e tem uma primeira superficie deslizante plana
em pelo menos uma dentre ambas as superficies de extremidade
e uma sapata que term uma segunda superficie deslizante que
desliza sobre a primeira superficie deslizante da placa

oscilante, caracterizado pelc fato de que é usada uma liga
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de cobre como um material para a sapata, um grande numero de
partes diminutas endurecidas consistindo de partes anulares
que se projetam de maneira expansiva sendo formadas na
segunda superficie deslizante da sapata apds a segunda
superficie deslizante da sapata ter sido submetida a
depdésito duro a base de Ni-P e, adicionalmente, qualquer dos
itens (a) a (e) a seguir é usado como um material para a
placa oscilante.

(a) latdo de alta resisténcia

(b) material ferroso bésico revestido com uma liga
de cobre

(c} uma liga de aluminio-silicio

(d) um material ferroso bésico revestido com uma
liga de alumintio-silicio

{(e) ur material basico ferroso

Adicionalmente, a presente invencdo descrita na
reivindicagdo 4 proporciona um dispositivo deslizante gque
inclui uma placa oscilante que é girada em associacdo com um
eixo rotativo e tem uma primeira superficie deslizante plana
sobre pelo menos uma dentre ambas as superficies de
extremidade e uma sapata tendo uma segunda superficie
deslizante que desliza sobre a primeira superficie
deslizante d& placa oscilante, caracterizado pelo fato de
que

Titédnio puro ou uma liga de titdnic é usada como
um material para a sapata, um grande numero de partes
diminutas endurecidas consistindo de partes anulares gue se

projetam de maneira expansiva sendo formadas sobre a segunda

superficie deslizante da sapata e adicionalmente, qualquer
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dos itens (a) a (e) a seguir, é usado como um material para
a placa oscilante.

(a) latdo de alta resisténcia

(b) material ferroso bdsico revestido com uma liga
de cobre

(c) uma lica de aluminio-silicio

(d) am material ferroso bésico revestido com uma
liga de aluminio-silicio

(e) um material bésico ferroso

Vantagens da Invenc¢do

De acoxdc com a configuragdo descrita acima, um
dispositivo deslizante que tem excelente resisténcia ao
emperramento pode ser proporcionado.

Melhor Modo de Realizar a Invencgao

A  presente invengdo serd descrita - agora com
referéncia a exemplos mostrados nos desenhos anexos. Na
Figura 1, um dispositivo deslizante 1 é proporcionado em um
alojamento de um compressor de placa oscilante. 0
dispositivo deslizante 1 é constituido de uma placa
oscilante 3 fixada de modo inclinado a um eixo rotativo 2
supcrtado de modo pivotante no alojamento e uma pluralidade
de sapatas 4 deslizancdc sobre a placa oscilante 3.

A placa oscilante 3 é formada em formato de disco
e ambas as superficies de extremidade da placa oscilante 3
formam superficies deslizantes planas 3A sobre as quais as
sapatas 4 deslizam.

Por outrc lado, a sapata 4 é formada em formato
semi-esférice como um todo e tem uma superficie deslizante

4A que desliza sobre a superficie deslizante 3A da placa



10

15

20

25

oscilante 3 e uma superficie convexa 4B que tem um formato
semi-esférico.

No alojamento do compressor de placa oscilante,
uma pluralidade de pistdes 5 estd disposta de modo a estar
em paralelo c¢om e circundando o eixo rotativo 2. Em uma
parte de entallte em arco 5A formada em uma extremidade de
cada um dos pistdes 5, um conjunto de duas sapatas 4 é
mantida de modo a poder deslizar. A parte de entalhe 5A
neste estado, ¢ disposta de modo a envolver a parte
periférica externa da placa oscilante 3 e colocar as
superficies deslizantes 4A das sapatas 4 de cada conjunto em
contato com as superficies deslizantes 3A da placa oscilante
3.

Quando o eixo rotativo 2 ¢é girado, a placa
oscilante 3 gira e as superficies deslizantes 3A, que sé&o
ambas as superficies de extremidade da placa oscilante 3, e
as superficies deslizantes 4A das sapatas 4 de cada
conjunto, deslizam uma com a outra. Por conseguinte, cada um
dos pistdes 5 avancga e recua na direg¢do axial via sapatas 4
de cada conjunto.

A configuracdo descrita acima é a mesma do
dispositivo deslizante conhecido convencionalmente.

A sapeata 4 deste exemplo é formada de SUJ2, que é
um material ferroso e a superficie deslizante
substancialmente plana 4A, que consiste de uma placa de
extremidade, tTem um formato ligeiramente convexo tal gque seu
centro eleva-se ligeiramente (cerca de 2 um) a partir da
borda periférica externa. Deste modo, quando a superficie

deslizante 4A desliza sobre a superficie deslizante 32 da
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placa oscilante 3, o 6leo lubrificante €& propenso a ser
atraido para entre as superficies deslizantes 4A e 3A.

Conforme sera descrito posteriormente, neste
exemplo, toda a regido da superficie deslizante 4A da sapata
4 é endurecida ao ser irradiada com feixes de laser e a
placa oscilante 3 é melhorada e, além disso, a resisténcia
ao emperramento das superficies deslizantes 3A e 4A de ambos
os elementos, ¢é melhorada, por sua vez, a resisténcia ao
emperranento de todo o dispositivo deslizante 1 é melhorada.

0 processo de endurecimento da superficie
deslizante 4A da sapata 4 e os processos de fabricacgéo
subseqiientes s&o explicados. Primeiro, conforme é mostrado
nas Figuras 2 e 3, toda a regido da superficie deslizante
47, que é a superficie de extremidade da sapata 4 (material
fonte) fabricada em SUJ2 em um formato semi-esférico, &
irradiada com laser YAG, de tal modo gque muitos circulos 6
tendo o mesmo difmetro sdo desenhados.

O didmectro ce cada um dos circulos 6 é definido em
0,8 mm e cada um dos circulos 6 €& formado de tal modo que ©
seu centro estéd localizado na posigdo da intersegdo no
nomento em que as linhas paralelas longitudinal e
transversal s8¢0 desenhadas no mesmo intervalo P em toda a
regido da superficie deslizante 4A. Neste exemplo, o

intervalo P é definido em 1,1 mm.

vy

Neste exemplo, a saida do laser YAG aplicado

0N

superficie deslizante 4A & 50 W, uma lente condensadora
ajustada de tal moco gue o laser YAG fogue em uma posigdo a
2 mm de profundidade a partir da superficie de topo da

superficie deslizante 4A. Logo, o laser YAG ¢é aplicado a
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superficie de topo da superficie deslizante 4A em um estado
desfocado.

A localiizagdo de cada um dos circulos 6 sobre a
superficie deslizante 4A irradiada com o laser desta
maneira, se projeta de mareira expansiva em uma forma
anular, conforme é mostrado nas Figuras 4 e 5, para formar
uma parte anular 7 que se projeta de maneira expansiva, e
uma parte cdncava afunilada 8, céncava para o lado de baixo
¢ formada adjacentemente no lado interno na direcéo radial
da parte anular 7 que se projeta de maneira expansiva. Isso
equivale a dizer, por meio da aplicacdo do laser &
superficie deslizarte 4A de modo a formar o circulo 6, &
formada uma parte anular 7 em formato de cratera, que se
projeta de maneira expansiva, no local do circulo 6
irradiado com o laser. A altura da parte anular 7 que se
projeta de maneira expansiva e a profundidade da parte
cdncava 8 sdo, cada uma, aproximadamente 1 a 3 ptm.
Adicionalmente, no lado externo na diregdo radial da parte
anular 7 que se projeta de maneira expansiva, & formada uma
parte cdncava reticular 10, conectando-se entre 5i, e
alcancando a periferia externa da superficie deslizante 4A.

A parte anuvlar 7 que se projeta de maneira
expansiva e una parte 11 no lado interno na direcdo da
profundidade da parte anular 7 que se projeta de maneira
expansiva (uma parte no lado superior a partir de uma 1linha
pontilhada 9) sdo endurecidas de tal modo gue a sua dureza &

cerca de Hv 100 aumentada a partir de Hv 750, que & a dureza

do material fonte da sapata 4.
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Por outro lado, uma parte no lado interno na
direcdo radial da parte anular 7 gue se projeta de maneira
expansiva e uma parte no lado externo da parte anular 7 que
se projeta de maneira expansiva (porgdes da parte cdbncava 8
e parte codncava reticular 10) na superficie deslizante 4A
sd3o recozidas para formar partes ndo endurecidas. Estas
porcdes tém ura dureza cue & cerca de Hv 100 menor do que
agquela do material fonte.

Neste exemplo, por meio da aplicagdoc do laser a
superficie deslizante 4A da sapata 4, de tal modo gque um
grande numero dos circulos 6 s&o desenhados conforme
descrito acima, primeiro, ¢é formado um grande numero das
partes anulares diminutas 7 gque se projetam de maneira
expansiva e partes cébncavas 8 e parte cdncava reticular.

Subseqglientemente, todas as partes anulares 7 que
se projetam de maneira expansiva sobre a superficie
deslizante 4A s&o removidas uma vez por esmerilhamento para
tornar a superficie deslizante 4A uniforme e entdo, a
superficie deslizante 4A ¢é polida, por meioc do que a
fabricagédo é terminada.

Apbds a fabricacdo ter terminado desta maneira,
conforme é mostrado na Figura 6, as partes anulares 7° que
se projetam de maneira expansiva, cujo arco é igual ao das
partes anulares 7 qgue se projetam de maneira expansiva
mencionadas anteriormente, sdo formadas nos locais dos
circulos 6 (locais das partes anulares 7 que se projetam de
maneira expansiva) irradiados com o laser sobre toda a
regido da superficie deslizante 4A e também partes cdéncavas

8°, que sdo icuais as partes cdncavas 8 mencionadas



10

15

20

25

10

anteriormente, s&o formadas cada uma no lado de dentro na
diregcdo radial de cada uma das partes anulares 7 que se
projetam de maneira expansiva. Adicionalmente, no lado
externo na diregdo radial de cada uma das partes anulares 7°
que se projetam de maneira expansiva, é formada uma passagem
de éleo lubrificante 10° gque consiste de uma parte cdéncava
reticular que permite que o 6leo lubrificante flua.

A razdo para este processo é conforme descrito
abaixo. As partes anulares 7 que se projetam de maneira
expansiva formadas inicialmente sdo removidas por
esmerilhamento e entdo a superficie deslizante 4A é poiida,
por meio do cue a dureza da parte 11 no lado interno na
direcgdo da profundidade da parte anular 7 que se projeta de
maneira expansiva é aurentada, em comparagdo com a dureza de
sua parte periférica. Logo, a parte que tem alta dureza
permanece em uma forma anular, tal que as partes anulares 7°
que se projetam de maneira expansiva, as partes cbncavas 8 e
a passagem de 6leo lubrificante 107, sido formadas.

Neste exemplo, as partes endurecidas sdo formadas
por um grande numerc das partes anulares que se projetam de
maneira expanrsive, formadas conforme descrito acima. Além
disso, as partes céncavas & ° funcionam como partes de
armazenamento para o armazenamento do bleo lubrificante e
também a passagem de 6leo lubrificante 10° é configurada de
tal modo gue o 6lec lubrificante possa fluir nela.

Conforme ¢é mostrado na Figura 6, a altura h de
cada uma das partes anulares 7° que se projetam de maneira
expansiva (a profundidade da parte céncava 8°) & 0,05 a 0,3

um e a largura maxima W da seg¢do transversal (dimensdo na
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diregdo radial da parte de base) ¢ cerca de 0,3 mm. Além
disso, o diametro D1 da parte de pico da parte anular 7° que
se projeta de maneira expansiva é 0,8 mm. O didmetro D2 da
borda periférica externa da parte anular 7° que se projeta
de maneira expansiva é cerca de 1,1 mm e o diadmetro D3 da
borda periférica interna da parte anular 7° que se projeta
de maneira expansiva & cerca de 0,5 mm.

Conforme descrito acima, neste exemplo, a sapata 4
que usa SUJZ, que €& um material ferroso, como material fonte
(material basico), ¢ submetida ao endurecimento por laser
descrito acima da superficie deslizante 4A e subseqlientes
operacgdes de esmerilhamento e polimento.

Neste exemplo, ao contréario da sapata 4
configurada conforme descrito acima, a placa oscilante 3 é
configurada conforme descrito abaixo em termos de seu
material pasico e iratamento superficial. A placa oscilante
3 utiliza latdo de alta resisténcia como um material bésico
€ as superficies da placa oscilante 3, gque sao as
superficies deslizantes 3A, ndo sdo submetidas a tratamento
superficial especial, tal como galvanizacéao.

A Figura 7 mostra o resultado de um teste de
resisténcia ao emperramento, sendo que o teste é conduzido
no dispositivo deslizante 1 descrito acima deste exemplo e
um dispositivo deslizante que utiliza sapatas da técnica
convencional.

Na Figura 7, para a sapata da técnica
convencional, a superficie deslizante ndo é endurecida pelo
laser e, consegiientemence, a superficie deslizante & plana.

Como uma placa oscilante usada como o elemento de
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correspondéncia da sapata da técnica convencional, a placa
oscilante formada de material latdo que era o mesmo deste
exemplo, foi usada.

As condigdes do teste de resisténcia ao
emperramento sdo conforme a seguir:

CONDIGCOES DE TESTE

Nimero dé revolugdes da placa oscilante: aumentado
por 1000 rpm por 1 minuto em nove etapas: numero maximo de
revolugdes 9000 rpm (velocidade circunferencial 38 m/s)

Pressao superficial: pré-carga 2,7 Mpa, aumentada
por 2,7 Mpa por 1 minuto: até ocorrer o emperramento

Quantidade da névoa de d6leo: 0,05 a 0,25 g/min,
posicgdo do bocal fixada

Oleo: éleo refrigerante

Condicédo de emperramento: Torque do eixo maior do
que 4,0 N m.

O numero de revolucdes da placa oscilante 3 foi
aumentado sob a condicdo descrita acima no estado em que a
superficie deslizante da sapata 4 foi colocada em contato
sob pressdo com a placa oscilante 3. Por outro lado, a
pressdo superficial no momento em gque a sapata 4 foi
colocada em contato sob pressio com a placa oscilante 3, foi
aumentada sob a cordicdo descrita acima. Quando o torgque do
eixo aplicado & placa ocscilante 3 excedeu 4,0 Nm, julgou-se
que havia ocorrido ¢ emperramento. O mesmo & verdadeiro para
© dispositivo deslizante convencional.

Conforme pode ser entendido a partir do resultado
do teste mostrado na Figura 7, a carga de emperramento da

sapata e dispositivo deslizante da técnica convencional ndo
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era mais alta do que 5 Mpa, enquanto que aquela da sapata e
dispositivo deslizante deste exemplo nio foi mais baixa do
que 22 Mpa. A sapata 4 deste exemplo claramente tem
excelente resisténcia ao emperramento em comparagdo com a
sapata convencional.,

Conforme descrito acima, de acordo com este
exemplo, pode-se proporcionar a sapata 4 e o dispositivo
deslizante 1 tendo excelente resisténcia ao emperramento.

Além disso, a superficie deslizante 4A da sapata 4
deste exemplo ¢ formada com um grande numero das partes
anulares 7° que se projetam de maneira exXpansiva e, além
disso, a parte cdncava 8  para armazenar 6leo lubrificante é
formada no lado interno na diregdo radial de cada uma das
partes anulares 7° que se projetam de maneira expansiva , de
tal modo que o dileo lubrificante & armazenado Aa parte
cdncava 8°. Além dc rmais, na posig¢do no lado externo
adjacente as partes anulares 7° que se projetam de maneira
expansiva, a passagem de Oleo lubrificante 10° gue consiste
da parte coéncava reticular , é formada. Logo, a capacidade
de carga da superficie deslizante 4A da sapata 4 pode ser
aumentada e, por sua vez, a sapata 4 e o dispositivo
deslizante 1, tendo excelente resisténcia ao emperramento,
podem ser proporcionados.

No exemplo descrito acima, a superficie deslizante
4A da sapata 4 que utiliza SUJ2 como um material basico, é
submetida ao endurecimento por laser descrito acima e
fabricacdes subsegiientes. No entanto, a combirag¢do do

material basico usado para a sapata 4 e o tratamento
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superficial de sua superficie deslizante 4A, conforme &
mostrado na Figura 8, pode ser adotada.

Na Figura 8, Sl indica a sapata 4 do exemplo
descrito acima. No exemplo descrito acima, a superficie
deslizante 47 do material basico n&o é submetida
especialmente a tratamento superficial antes do
endurecimento a laser descrito acima. No entanto, antes de o
laser ser aplicado & superficie deslizante 4A para endurecé-
la, toda a regi&c da superficie deslizante 4A pode ser
endurecida ou no lugar do endurecimento, toda a regido da
superficie da superficie deslizante 4A pode ser submetida ao
seguinte tratamento superficial: (1) depdsito duro a base de
Ni-P ou (2) podem ser realizados tratamentos por difusé&o,
tal como nitretacao, endurecimento por carbonetacgdo e
carbonetagdo nitretacdo. Adicionalmente, outros tipos de
tratamento superficial, (3) depdsito de qualquer dentre
estanho, liga de estanho, liga de soldagem, e prata, pode
ser adotado, ou (4) depdsito de fosfato de manganés e
fosfato de zinco pode ser adotado.

No caso em que a superficie deslizante 4A do
material bdasico mostrado neste exemplo é submetida a
tratamento superficial do item (l)ou (2) acima, apbds o
tratamento superficial de item (1) ou (2) ter sido realizado
na superficie ceslizante 4A do material basico, é realizado
0 endurecimento a laser mencionado anteriormente. Neste
caso, a superficie da superficie deslizante 4A é endurecida
pelo tratamento superficial do item (1) ou (2).

Além disso, no caso em que a superficie deslizante

4A do material bésico mostrado neste exemplo é submetida ao
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tratamento superficial do item (3) ou (4) acima, antes de o
tratamento superficial de item (3)ou (4) ser realizado sobre
a superficie deslizante 4A, s&o realizados O endurecimento a
laser, ¢ esmerilhamento e o polimento mencionados
anteriormente, e, depois dissc, o tratamento superficial de
item (3) ou (4) ¢ realizado sobre a superficie deslizante
4A.

S2 na Figura 8 indica um segundo exemplo da sapata
4. A sapata 4 do segundo exemplo wutiliza wuma liga de
aluminio-silicio como um material bésico e a superficie da
superficie deslizante 4A & submetida a depdésito duro a base
de Ni-P. Neste caso, apdés o tratamento superficial ter sido
realizado sobre a superficie deslizante 4A do material
basico, sao reelizados <) endurecimento a laser, o)
esmerilhamento & o oolimento, conforme descrito acima.

Além disso, $S3 indica um terceiro exemplo da
sapata 4. A sapata 4 do terceiro exemplo utiliza uma liga de
cobre como um matesrial basico e a superficie da superficie
deslizante 4A é submetida a depésito duro a base de Ni-P.
Neste caso, apds o tratamento superficial ter sido realizado
sobre a superficie de¢ material b&sico, s&o realizados o
endurecimento a laser, o esmerilhamento e o polimento
mencionados anteriormente.

Adicionalmente, S4 indica um quarto exemplo da
sapata 4. A sapata 4 do guarto exemplo utiliza tité&nio puro
ou uma liga de titénio como um material basico e o
tratamento superficial n&o ¢é realizado especialmente. No
entanto, a superficie da superficie deslizante 4A pode ser

submetida a qualquer tratamento por difus&o (tratamento
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superficial) tal como nitretacao, endurecimento por
carbonetacio, e carbonetacdo nitretacdo. Neste caso, apds o
tratamento superficial ter sido realizado na superficie do
material basico, sao realizados o endurecimento a laser, o
esmerilhamento e o polimento mencionados anteriormente.

No exemplo descrito acima, a placa oscilante 3
utiliza lat&do de alta resisténcia como material basico e o
tratamento suwerficial nio € especialmente realizado em suas
superficies desl.zantes 3A. No entanto, a combinacdo do
material basico usado para a placa oscilante 3 e o
tratamento superficial de suas superficies deslizantes 3A,
conforme ¢ mostrado ra Figura 9, pode ser adotada.

Na Figura 9, SW1l indica a placa oscilante 3 do
exemplo descrito acinma, que utiliza latao de alta
resisténcia como um material bédsico. Na placa oscilante 3
que utiliza latdo de alta resisténcia como um material
basico, qualguer um dos tratamentos superficiais seguintes
das superficies ceslizantes 3A pode ser adotado: (1)
revestimento de uma resina termofixa e um lubrificante
sélido sobre sua superficie; (2) revestimento ou impregnacdo
de um lubrificante sdlido  (MoS,, PTFE, grafite), e (3)
depdsito de qualquer um dentre estanho, liga de estanho,
liga de soldagem e prata.

Além disso, como um segundo exemplo da placa
oscilante 3, conforme & indicado por SW2 na Figura 9, um
material ferrcso & usado come um material bésico e sua
superficie é revestida por uma liga de cobre por aspersao
térmica ou similar e o tratamento superficial de qualquer

dos itens acima (1) a (3) & realizado.
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Adicicnalmente, como um terceiro exemplo da placa
oscilante 3, conforme é indicado por SW3 na Figura 9, uma
liga de aluminic-silicio ¢ usada como um material basico e
pode ser realizado o tratamerto superficial de qualquer dos
itens (1) a (3) e (4): depdsito a base de Ni-P ou Mi’ P-B.

Além disso, como um quarto exemplo da placa
oscilante 3, conforme & indicado por SW4 na Figura 9, a
superficie dc material basico ferroso é revestida com uma
liga de aluminio-silicio pPOr asperséo térmica ou similar e o
tratamento superficial de qualqguer dos itens acima (1) a (4)
é realizado.

Adicionalmente, como um quinto exemplo da placa
oscilante 3, conforme é indicado por SW5 na Figura 9, um
material basico ferroso & usado e €& realizado qualquer dos
tratamentos superficiais dos itens (1) a (4) e (5):
revestimento durc a base de carbono (DLC, WC/C, CrN). No
quinto exemplo, apdés o material basico ferroso ter sido
endurecido, o tratamento superficial de qualquer dos itens
mencionados anteriormente (1) a (5) pode ser realizado,

Conforme descrito acima, a sapata 4 & amplamente
dividida em quatro exemplos, conforme ¢ mostrado na Figura
8, e por outro lado, a placa oscilante 3 é anplamente
dividida em cinco exemplos, conforme é mostrado na Figura 9.

Logo, oor meio da combinacd3o das sapatas 4
mostradas na Figura 8 com as placas oscilantes 3 mostradas
na Figura 9, diversos tipos dos dispositivos deslizantes 1
podem ser proporcicnados. No entanto, é importante evitar o

deslizamento entre os nesmos tipos de material.
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Para a sapata 4 dos exemplos descritos acima, cada
uma das partes anulares 7° dque se projetam de maneira
expansiva ¢é formada na posigdo da intersegdoc de linhas
paralelas longitudinais e transversais. No entanto, conforme
é mostrado na Figura 10, cada uma das partes anulares 7 ° que
se projetam de maneira expansiva pode ser formada na posigdo
de um arranjo em ziguezague.

BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

A Figura 1 ¢é uma vista seccional gue mostra um
exemplo da presente invengdo;

A Figura 2 é uma vista frontal de uma superficie
deslizante de uma sapata mostrada na Figura 1;

A TFigura 3 é uma vista ampliada de uma parte
essencial mostrada na Figura 2;

A Figura 4 é uma vista ampliada da parte essencial
da Figura 3;:

A Figura 5 é uma vista seccional tomada ao longo
da linha V-V da Figura 4;

A Pigura 6 é uma vista seccional de uma parte
essencial tomada ac longo da linha VI-VI da Figura 2;

A Figura 7 é um quadro que mostra os resultados do
teste de uma técnica convencional e um exemplo da presente
invenc¢do;

A Figura 8 é uma tabela que mostra a relagdao entre
um material basico e ¢ tratamento superficial em exemplos de
uma sapata, de acordo com a presente invengao;

A Figura 9 é uma tabela que mostra a relagdo entre
um material bkbéasico e o tratamento superficial nos exemplos

de uma placa oscilante de acordo com a presente invencdo; e
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A Figura 10 é uma vista frontal de uma parte

essencial mostrando um outro exemplo da presente invencéo.

Descricgdo das Referéncias Numéricas

1 - dispositivo deslizante
5 2 - eixo rotativo
3 - placa oscilante
3A - superficie deslizante
deslizante)
4 - sapata
10 4A -~ superficie deslizante
deslizante)
7° - parte anular que se

expansiva (parte endurecida)

(primeira superficie

(segunda superficie

projeta de maneira
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é usada uma liga de aluminio-silicio como um
material para a sapata, um grande numero de partes diminutas
endurecidas consistindo de partes anulares gque se projetam
de maneira expansiva ééo formadas na segunda superficie
deslizante da sapata apds a segunda superficie deslizante da
sapata ter sido submetida a depésito duro a base de Ni-P e,
adicionalmente, qualquer dos itens (a) a (e) é usado como
material para a placa oscilants.

(a) latdo de alta resisténcia

(b) material ferroso basico revestido com uma liga
de cobre

(c) ura liga de aluminio-silicio

(d) um material ferroso basico revestido com uma
liga de aluminio-silicio

(e} um material ferroso béasico

3. Superficie deslizante, compreendendo uma placa
oscilante que & girada em asscciagdo com um eixo rotativo e
tem uma primeira suaperficie deslizante plana em pelo menos
uma dentre ampas as superficies de extremidade, e uma sapata
gue tem uma segunda superficie deslizante qgue desliza sobre
a primeira superficie deslizante da placa oscilante,
caracterizado pelo fato de que

é usada uma liga de cobre como um material para a
sapata, um grande nUmero de partes endurecidas diminutas
consistindo de partes anulares que se projetam de maneira
expansiva sdo formadas na segunda superficie deslizante da
sapata apdés a segunda superficie deslizante da sapata ter

sido submetida a depdsit duro a base de Ni-P, e
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adicionalmente gualguer dos itens a seguir (a) a (e) é& usado
como um material para a placa oscllante.

(a) latdo de alta resisténcia

(b) material ferroso bésico revestido com uma liga
de cobre

(c) uma liga de aluminio-silicio

(d) um material ferroso basico revestido com uma
liga de aluminio-silicio

(e) um material ferrosc basico

4. Duspositivo desslizante, compreendendo uma placa
oscilante que é girada em associagdo com um eixo rotativo e
tem uma primeira superficie deslizante plana em pelo menos
uma dentre ambas as superficies de extremidade, e uma sapata
gue tem uma seganda superficie deslizante que desliza sobre
a primeira superficie deslizante da placa scilante,
caracterizado pelo fato de que '

titanio puro ou uma liga de titéanio é usada como
um material rara a sapata, um grande namero de partes
diminutas endurecidas consistindo de partes anulares gue se
projetam de maneira expansiva sdoc formadas na segunda
superficie deslizante da sapata e adicionalmente, qualquer
dos itens a seguir (a) a (e) €& usado como material para a
placa oscilante.

(a) latdo de alta resisténcia

(b} material ferroso bésico revestido com uma liga
de cobre

(c) uma liga de aluminio-silicio

(d) um material ferroso badsico revestido com uma

liga de aluminio-silicio
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(e) um material ferroso basico

5. Dispcsitivo deslizante, de acordo com a
reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de gue as partes
anulares que se pro‘etam de maneira expansiva sé&do formadas
apés a segunda superficie deslizante da sapata ter sido
submetida ao depdsito duro a base de Ni-P.

6. Dispositivo cdeslizante, de acordo com a
reivindicacdo 1 ou 4, caracterizado pelo fato de que as
partes anulares que se proretam de maneira expansiva sao
formadas apdés a segunda superficie deslizante da sapata ter
sido submetida a tratamento por difusd@o de qualquer dentre
nitretacdo, erdurecimento por carbonetagdo e carbonetagédo
nitretacgao.

7. Dispcsitivo deslizante, de acordo com a
reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que a segunda
superficie deslizante da sapata ¢ submetida a depdsito de
qualquer metal descrito abaixo apb6s as partes anulares que
se projetam de maneira expansiva terem formado

estanho, liga de estanho, liga de soldagem, prata,
fosfato de mangenés e fosfato de zinco.

8. Dispcsitivo deslizante, de acordo com qualquer
uma das reivindicacdes 1 a 6, caracterizado pelo fato de que

a superficie da primeira superficie deslizante da
placa oscilante ¢é submetida a tratamento superficial de
qualquer dos itens (L} a (3) descritos abaixo.

(1) Revestimento de uma mistura de uma resina
termofixa e um lubrificante de fixacgao

(2) Revestimento ou impregnagdo de um lubrificante

sélido (gualguer dentre MoS, PTFE, e grafita).
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(3) Depdsito de qgualquer dentre estanho, liga de
estanho, liga de soldagem e prata

9. Dispositivo deslizante, de acordo com qualquer
uma das reivindicacdes 1, 4, 6 e 7, caracterizado pelo fato
de que

a superficie da primeira superficie deslizante da
placa oscilante ¢é submetida a tratamento superficial do
seguinte item (4).

(4) Depdsito a base de Ni-P ou depdsito a base de
Ni-P-B.

10. Dispositivo deslizante, de acordo com gqualquer
uma das reivindicagdes 1 a 7, caracterizado pelo fato de que

a superficie da primeira superficie desliizante da
placa oscilante ¢é submetida a tratamento superficial do
seguinte item {5).

(5) Revestimento de gualquer dentre DLC, WC/C e

CrN.



1/6

FIG.1

FIG.2




2/6

—5

iy arel

10
and

N

Y

PANPS
Pas>)

6
\

FIG.3

e

\

6 \J
e
N

A
0

A
Y
A

P

FIG.4

FIG.5

- 4A




3/6

FI1G.6

8!
10

/
i

/'8‘10'7\’ ; ,"/
N Sy
7
( ) D2(1 1mm)

W(0.3mm)

FIG.7

2

5
20

]

)

10

MPa

D1(0.8mm)

/ .
A
' / //10

LD?)(O.Smm)

S it

I_h/ h

SEM TRATAMENTO
A LASER

TECNICA
CONVENCIONAL

ESTE EXEMPLO




4/6

{O¥HVYLIHLIN OYAYLIANOEHYD 3 OYIVIANQEUYD

o_mmxu ww,%"w HOd OLNSWIDTHNANS ‘O¥IY.LINLIN OWOD VL ¥ S
* oySN4a ¥od OLNIWYLYHL) OINIWYIVYL W3S
{OLNWSIg-34800 30 38v8
CHWNHO-IHE0D 30 38YE 'OHNV.LST
J¥E00 3a 3SYE ‘VONIZ-3HA00 QLU €S
30 3sva) IHE02 3Q ¥aIT
OID1TIS-OINIIWNTY 3A YOI 4N 30 3sv8 ¥ 04¥NA 0LIS0d3a ¢S
OONIZ 30 0LY4S04
NO SINYONVYI 30 01¥4S04 30 0L1S0d3a {r)
Yivid N0 ‘W39v¥310S
(zrns) 0QIDIANANT 30 ¥OI1 Us 30 ¥9I1 ‘US 30 0LISOJ3A (€
UIS A IAVAIDVAYI 0y HVITULN OySvIINOGEYD 3 ‘O¥HVIINOSHYD 1S
W03 0SOoYH3d TV LYW BOJ OLNIWIOIHNANT ‘OYSVLIYLIN
OWOD TYL 0YSNSIT YOd OINIWVLIVYL (2
d-IN 30 ISVd ¥ 0NNA OLISQLE3a (1)
{OLNIWIDTUNANT) OLNIWYLYYL W3S
v vLYdYS
(0LvyiSaNs) 0JISYS T3 LY 3a
WIDIFHTLNS OLNAWYLTHL 61dWaX3

8 Old




5/6

(N#D D10M
‘370) ONOSYYD 30 38Y8 ¥ 0¥NA 0L1s0d3a {8
g-dIN NO &N 30 3Sva ¥ 0.4ISO43a (1)

_ v.Lvdd no
{0QID3NNANT  [W3SYAT0S 3A VDI 'US 3a VoI ‘Us Ia oLisod3alelf s
YIS WIGWYL 30 ZvdvD) {3L4vHS ‘341d ‘TSOW) 0G0 INYIIIRENT 2 M
0S0ONY34 00188 Wi LYW 30 Oy OYNOIUAWE NO OLNIWLLSIATY (2)
0aIIs ILNYIILHNENT
+YXI4OWYIL YNISIY 30 OLNIWILSIATY (1)
OIDMIS-OINIWNTY 30 T |
YoIT + 0S0YY3d 00ISYS YI¥ILVI OLLa} ¥YMS
g-dIN NO oIN 30 3SY¥E ¥ 0LIS043a ()
Y1vHd NO;
‘WIOYA10S 34 VoI 'US 30 vOIT 'US 30 011S043a (€}
(3L19v¥9 ‘dLd ‘TSOW) 00ITDS TINVIIEREENTY ¢ M S
OIOIIS-OININNTY 30 YO 30 OYHYNOTIAWI NO OLNTWILSIAZY (2)
0aI0s FINYIIAIENT
+YXIJOWH3L ¥NISTY 30 OLNIWILSIATY {1)]
(OLNIWIOTHNANS) OLNIWYLVEL NIS
34800 30 1
¥911 + 0S0¥NIS 02ISYE TYRIALYI OLLIG T ZMS
vivdd No
‘W39V¥AT10S 3A ¥OI7 'us 30 Y911 'US 3A 0LISO4AT (€}
{(F14vHS ‘T41d ZSOW) 0AITQS TLNYDIHINENT
30 O¥SYNOIULIWI NO OLNINILSIAIE )],
VIONILSISIY Y.L IY 30 0¥V 0G0 IINVOIMENTY - MmS
+¥XI0WHAL YNISTY 30 OLNIWLSIATH (1)
(DLNIWIOIHNANT) OLNIWYLYYL W3S
{olyy1s8ns + 02ISYa TYIRILYIW) €aLNYIOSO |
+ ; YO¥1d
00ISYS WRIZLYW TVI0I4H3dNS OINIWYLYHL 30 0TdN3X3 M

6914



6/6

FIG.10




10

15

RESUMO
DISPOSITIVO DESLIZANTE

Trata-se de um dispositivo deslizante 1 que incluil
uma praca oscilante 2 girada em associagdo com um eixo
rotativo 2 € uma pluralicade de sapatas semi-esféricas 4 que
deslizam sobre a placa oscilante 3.

A sapata semi-esférica 4 & formada de um material
ferroso e a placa oscilante 3 é fabricada usando latdo de
alta resisténcla como um material.

Fm uma superficie deslizante 4A da sapata 4, um
grande ntmero dz partes anulares diminutas 7° gue se
prpjetam de maneira expansiva sao formadas por endurecimento
a laser e uma passag:3n de é6leo lubrificante 10°, consistindo
de uma parte cdncava reticular & formada também.

Deste modo, O dispositivo deslizante 1, que tem
excelente resisténcia ao emperramento em comparagao com O

dispositivo deslizante convencional, pode ser proporcionado.
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